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Contents)

サリチル酸メチル(MS)2分子をσ鎖で連結したdyad型の分子(MS-dyad)は，高濃度
条件下で安定な会合体を形成し，分子単独の時よりも長波長側の領域に振動構造を
有したStokesシフトの小さい特徴的な吸収・蛍光スペクトルを与える。本研究では、
MS-dyadと同様の会合体形成が確認されたMS誘導体の中から，直鎖炭化水素（n =
2~10）を連結したMS誘導体で黄色液体として得られたn = 4~7の分子(以下C4~C7
と表記)を対象に，集積特性の評価と熱分析を行った。

実験
Experimental NMRによる会合体形成の評価，及び鎖長の異なるサンプルのDSC測定を行った。

結果と考察
Results and Discussion

C2, C8, C9のような粉末試料では，昇温過程で融解による発熱ピークが，降温過程
で結晶化による吸熱ピークが確認された(Fig. 1a)。一方，C1, C4, C6, C7の液体試
料では，昇温過程での融解による発熱ピークが見られたが，降温過程での結晶化に
よる吸熱ピークは見られなかった。しかし，C6及びC7の場合には，低温域(０℃以
下)の昇温過程に，結晶化による吸熱ピークが確認された(Fig.1b)。このようなDSC
曲線の変化は，融点以下でも結晶化を起こさずに液体状態を維持し(過冷却状態)，
それが加熱によって結晶化する「冷結晶化」が起こっていることが示された。

図・表・数式 1
Figures, Tables and

Equations 1

Fig. 1 (a) 黄色粉末C8, (b) 黄色液体C7のDSC測定結果
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